
レーザトリミング適用の効果

プラズマ援用研磨(PAP)前にレーザトリミングによる平坦化を行うことで研磨プロセス時間
の大幅な短縮に成功
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Sa: 8.9 µm Sa: 2.6 μm Sa: 0.02 µm

Sa: 9.5 μm Sa: 7.2 μm Sa: 0.2 μm Sa: 0.03 μm

PAPのみ

レーザトリミング + PAP ◆基板全⾯の表⾯粗さの時間推移

レーザ照射によるPCD基板の前処理法（表面平坦化）の開発


